
 

 
 

 
 
SUBSTRATS 
 
 

Epoxy/ Haut Tg 
 

Rigide, Multicouches et prépregs 
Epoxy, Haut Tg, sans halogène, Stabilité dimensionnelle, CAF Résistant 
  

 
Polyimide 
 

Pour applications Multicouches haute température, Prepregs, No-flow et chargé en résine 
  

 
Autres produits 
 

Systèmes de résine époxy et polyimide avec Thermount®, ®, Kevlar®, Quartz et CIC 
  

 
Hyperfréquence 
 

Fibre de verre tissé renforcé PTFE, fibre de verre non tissé résine PTFE, Résine PTFE chargée de 
céramique  

 
No-Flow 
 

Prepregs No-flow pour flex rigide, Haut Tg, Polyimide 
 

 
Matières souples 
 

Stratifiés souples Pyralux® et Nikaflex® , Coverlay, avec et sans adhésif, adhésifs époxy et 
acrylique 
 
 
 

 
Dissipateur thermique 
 

Produit pour dissipation de la chaleur sur matériaux de base tel que FR4 avec un élément en aluminium 
 
Papier/Composites 
 

CEM-1, FR4 noir 
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